
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড 

ঢাকা। 

 [ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ] 

প্রজ্ঞোপন 

 

তোররখ: ২৪ জ্জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গোব্দ / ০৭ জুন, ২০২৬ রিষ্টোব্দ। 

  

 এস.আর.ও. নং-১৩২-আইন/২০২৬/৩৩৭-মূসক।- জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড, মূল্য 

সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, 2012 (2012 সযনর 47 নং আইন) এর ধোরো 

32ক-বত প্রদত্ত ক্ষমতোবযে, ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাদে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নাং-

১৮৬-আইন/২০১৯/৪৩-মূসক এর খ্রনম্নরূপ অখ্রিকতর সাংদশািন কখ্ররল, যথা:- 

  

 (১) উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনেি টেরিনেি কোম (১) এ উরিরিত-  

 
(ক) রিিোমা সংখ্যা S০৬০ ও টসিাি টকাড S0৬০.০0 এিং 

উহানেি রিপিীনত কোম (৩) এ উরিরিত “স্থািি িা” িব্দগুরে 

রিলুপ্ত হইনি; এিং 

(ি) রিিোমা সংখ্যা S০৭৭ ও টসিাি টকাড S0৭৭.০0 এিং 

উহানেি রিপিীনত কোম (৩) এ উরিরিত এরিসমূনহি পরিিনতে 

রেম্নরূপ এরিসমূহ প্ররতস্থারপত হইনি, যথা:- 

“ট্যুর অপাররটর: 

ব্যাখ্যা।- “ট্যুর অপাররটর” অর্ থ এমন ক ারনা ব্যক্তি, প্রক্তিষ্ঠান 

বা সংস্থা ক্তিক্তন বা িাহারা, বাক্তিক্তযু  ক্তিক্তিরি অপর ক ারনা 

ব্যক্তি বা প্রক্তিষ্ঠারনর কেরে বা ক্তবরেরে কি ক ারনা ধররনর ভ্রমি 

আর াযরন  ক্তমেরনর ক্তবক্তনমর  সহা িা প্রোন  ক্তর া 

র্ার ন।”;  

 (২) উপরিউক্ত প্রজ্ঞাপনেি টেরিনেি কোম (১) এ উরিরিত রিিোমা 

সংখ্যা S০৮২ এিং উহানেি রিপিীনত কোম (২) ও (৩) এ উরিরিত 

টসিাি টকাড ও এরিসমূনহি পি রেম্নরূপ রিিোমা সংখ্যা, টসিাি টকাড 

ও এরিসমূহ সরিনিরিত হইনি, যথা:- 

“S০৮৩ S০৮৩.০০ বসখ্রিকন্ডাক্টর এদসম্বখ্রল, বেখ্রটাং ও প্যাদকখ্রজাং 

বসবা (Semiconductor Assembly, Testing 
and Packaging Services): 

  ব্যাখ্যা।– বসখ্রিকন্ডাক্টর এদসম্বখ্রল, বেখ্রটাং ও 

প্যাদকখ্রজাং বসবা (Semiconductor Assembly, 

Testing and Packaging Services)” অথ ড 

বসখ্রিকন্ডাক্টর খ্রশদের সম্পূণ ড ভ্যালু বেইন এ 



সম্পাখ্রেত খ্রনম্নখ্রলখ্রিত প্রদকৌশল ও প্রযুখ্রি 

পখ্ররদেবাসমূহ, যথা:- IC/Chip Design 

Services, RTL (Register-Transfer Level) 
Design, Analog & Mixed-Signal Design, 
Physical Design/Layout, Place & Route 
(PNR), Design for Test (DFT), FPGA 
(Field-Programmable Gate Array) Design 
& Prototyping, Semiconductor Verification 
& Validation, Functional Simulation, UVM 
(Universal Verification Methodology) 
Environment Development, Formal 
Verification, Protocol Verification, Post-
Silicon Validation, Semiconductor Testing 
Services, ATE (Automated Test 
Equipment) Programming. Yield & Test 
Data Analysis, Reliability & Burn-in Test 
Engineering. Semiconductor IP 
Development & Licensing. Digital IP Core, 
Analog Circuit IP, Physical Layout IP, 
Verification IP (VIP), DFT IP, IP 
Licensing & Royalty, EDA (Electronic 
Design Automation) Tool Development & 
Licensing. AI/LLM Model Licensing for 
Semiconductor Applications, 
Semiconductor Packaging Engineering. 
Wire Bond. Flip Chip, BGA (Ball Grid 
Array), QFN (Quad Flat No-leads), TSV 
(Through-Silicon Via), Wafer Level 
Packaging (WLP), Fan-Out WLP, Chiplet 
Integration, Substrate & PCB Interface 
Design. Thermal & Mechanical Analysis, 
EMI/EMC Package Design, Reliability 
Test Planning (JEDEC), OSAT 
(Outsourced Semiconductor Assembly and 
Testing) Coordination & DFM (Design for 
Manufacturing) Support.”।  

২। এই প্রজ্ঞাপন অখ্রবলদম্ব কায ডকর হইদব। 

যািী  রাযস্ব কবারড থর আরেেক্ররম, 
 

স্বাক্ষক্তরি/- 

( কমাহাাঃ মক্তেউর রহমান ) 

প্রর্ম সক্তিব (মূস  নীক্তি)  


